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(5) Tauchlotfahiges Chip-Bauelement zum Einsatz in Platinen 

Ein tauchlotfahiges Chip-Bauelement (1) zum Einsatz in 
Platinen weist an seinen Seitenfiachen zwei Ibttehige Kgntakt- 
schichten -2, 3) auf. An der Untersette des Chips (1) sind 
Tirttels emer ausgeharteten klebenden Schicht (4) Mikrokap- 
seln (5) oefestigt. In den Mikrokapseln (5) befindet sich ein 
schnellhartender Kleber. der beim Aufdrucken des Chips (1) 
auf die Platine aus den zerplatzenden Mikrokapseln (5) 
austhtt (32 32 659) 
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Patentanspriiche 

Tauchlotfahiges Chip-Bauelement zum Einsatz in Plati- 
nen, wobei der Chip vor den Verloten mit Leiterbafanen 
auf eine Oberf lSche der Platine geklebt wird, d a - 
5 durch gekennzeic h n e t , daB eine 
Klebeschicht auf der Unterseite des Chips angeordnet 
ist. 

2. Chip-Bauelement nach Anspruch 1, g e k e n n - 
TO zeicb.net durch einen in Mikrokapseln 

(5) erithaltenden Kleber. 

3. Chip-Bauelement nach Anspruch 1 oder 2, d a - 
durch gekennzeichnet, daB die Klebe- 

15 schicht nur kleine Flachen der Chip-Unterseite bedeckt. 

4. Chip-Bauelement nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch geke nnzeichnet, daB die 
Mikrokapseln (5) aus Polyathylen bestehen. 

20 

5. Chip-Bauelement nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB die 
Mikrokapseln (5) mittels eines Epoxidharzklebers (4;4 a, 

25 4b) mit dera Chip (1) verbunden sind. 

6. Chip-Bauelement nach einem der Anspruche 1 bis 5, 

J dadurch gekennzeichnet, da S die 
Mikrokapseln (5) mit einem Zyanacrylat-Kleber gefiillt 
30 sind . 
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7. Verfahren zum Herstellen einea Chip-Baueiements nach 
einem der Anspruohe 1 bis 6, d a d u r c h g e - 
kennzeichnet, dafl auf die Chip-Unterseite 
eine diinne Schicht (4;4 a, 4 b) einea hartbaren KlebtlfS 
aufgebracht vird, dafl auf diese Schicht (4; 4 a, 4 b) 
einen Kleber enthaltende Mikrokapseln (5) aufgebracht 
werden und dafl anschlieflend die klebende Schicht (4; 
4 a, 4 b) ausgehartet wird* 
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gering gewahlt, daB die automatischen Bestuckungs- 
maschinen auf jeden Fall die weitere Bestuckung nit b§» 
drahteten Bauelementen vornehmen konnen. Beim uage- 
kehrten Weg, zuerst die bedrahteten Baueleraente und dann 
die Chip-Bauelemente auf der Platine anzuordnen, mufl dSr 
5 Kleber durch enge Dusen programmgesteuert an den richti- 
gen Bestuckungsort gefiihrt werden. 

Aufgabe der Erfindung ist es, ein tauchlotf ahiges: Chip- 
Bauelement anzugeben, das eine hohe Packungsdichte auf 
10 Platinen gewahrleistet und daB sich fur eine besonders 
einfache Bestuckung eignet. 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemafl dadurch gelost, daB 
eine Klebeschicht auf der Unterseite des Chips ange** 
15 ordnet ist . 

Hiermit wird der Vorteil erzielt, daC das Chip-Bauble- 
ment auch nach dem Anbringen der bedrahteten Bauelertente 
in einfacher Weise durch Andriicken mit der Platinenober~ 
20 flache verbunden werden kann. 

Vorteilhafterweise ist vorgesehen, daB der Kleber in 
Mikrokapseln enthalten ist» Dadurch wird erreicht/ daB 
25 wahrend des Chip-Transportes im Transpor tbeute 1 Oder im 
Transportband die Chips nicht miteinander Oder rait 
anderen Gegenstanden verkleben konnen/ sondern daB der 
Kleber erst dann aktiviert wird/ wenn der Chip f est auf 
die Platine gedruckt wird. 

30 > 

Vorzugsweise bedeckt die Klebeschicht nur kleine Flachen 
der Chip-Unterseite , wodurch bei gleichem Aufdriicken der 
spezifische Druck in der Klebeflache erhoht wird/ so dafl 
die Mikrokapseln leichter aufplatzen. - 
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In bevorzugter Weise bestehen die Mikrokapseln aus Poly- 
athylen und sind mit einem schnellhartendem Kleber, z.3. 
einem Zyanacrylat-Kleber, gefullt. Dadurch erreicht man 
in wenigen Sekunden sine feste Haftung zwischen Chip und 
> Platine. 

Der erfindungsgemaBe Chip wird vorzugsweise in der Art 
hergestellt, dafi auf die Chip-Unterseite eine diinne 
Klebeschicht, z.B. aus Epoxidharz, aufgetragen wird, und 
auf diese Klebeschicht, z.B. durch ein Ruttelsieb, die 
Bikrokapseln aufgebracht warden. Dabei bleiben die Kap- 
seln, die direkt nit der Klebeschicht in Beriihrung 
koaaen, auf dem Chip haften und Kleben dort fest. Die 
Klebeschicht vrird anschlieflend ausgehartet, so dafl die 
nit Kleber gefiillten Mikrokapseln an der ChipflSche 
haften bleiben. 



Die Erfindung wird anhand der folgenden Ausf iihrungsbei- 
spiele naher erlautert. In der dazugehorenden Zeichnung 
zeigen die Figuren 1 bis 3 drei unterschiedliche Aus- 
fuhrungsformen eines tauchlotf ahigen Chip-Bauelements. 

In der Figur 1 ist ein Chip-Bauelement 1 dargestellt, 
daB an seinen Seitenf lachen zwei lotfahige Kontakt- 
schichten 2,3 besitzt. Das Bauelement 1 kann beispiels- 
weise ein auf einem Substrat angeordneter Vielschicht- 
Kondensator sein mit beispielsweise einem Dielektrikum 
aus glimmpolymeren Schichten, dessen Belage wechselweise 
mit den Kontaktschichten 2 bzw. 3 in Verbindung stehen. 
Auf der Unterseite des Chip-Bauelements 1 ist eine 
ausgehartete klebende Schicht 4 angeordnet, mit deren 
Hilfe die Mikrokapseln 5 mit dem Chip-Bauelement 1 
verbunden sind. In den Mikrokapseln 5 befindet sich ein 
vorzugsweise schnell hartender Kleber. tfird der Chip 1 mit 
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hohem Druck auf eine Platine gedriickt, so platzen die 
Mikrokapseln, der Klebstoff tritt aus und fuhrt zu 
einer Haftung auf der Platine* 

5 In der Figur 2 ist eine weitere Ausf uhrungsf orm eines 
Chip-Bauelements 1 mit lotfahigen Kontaktschichten 2,3 
dargestellt, bei dera auf der Unterseite nur an zwei be- 
grenzten Stellen ausgehartete klebende Schichten 4 a und 
4 b angeordnet sind. Damit wird der Vorteil erzielt, dafl 

10 der spezifische Druck auf die Mikrokapseln 5 bei gleicher 
Druckanwendung erhbht wird, so dafl die Mikrokapseln 5 
leichter zum Platzen zu bringen sind. Die kleinen mit 
Mikrokapseln 5 versehenen Flachen 4 a und 4 b konnen 
durch entsprechende Lochblenden auf der Unterseite des 

15 Chip-Bauelementes erzeugt werden. 

In der Figur 3 ist eine Ausf uhrungsf orm eines Chip-Bau- 
elementes 1 rait lotfahigen Kontaktschichten 2,3 darge- 
stellt, bei der die Unterseite des Chips 1 Nocken 6, 7 

20 aufweist, welche an ihrer Unterseite mit den ausge- 
harteten klebenden Schichten 4 a und 4 b sowie den 
Mikrokapseln 5 versehen sind. Diese Ausf uhrungsf orm hat 
den Vorteil, dafl sich die in den Mikrokapseln 5 ent- 
haltende Klebermenge sehr genau dosieren laflt, so dafl 

25 die Lotung nicht durch seitlich am Chip 1 austretenden . 
Kleber behindert werden kann. Die Hohe der Nocken 6, 7 
ist so zu beraessen, dafl das Lotmetall beira Schwalloten 
mit Sicherheit zwischen den Kontaktf lachen 2,3 und den 
Leiterbahnen einen Meniskus bilden kann. 

7 Patentanspriiche 
3 Figuren 
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FIG 1 
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FIG 2 
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